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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成30年11月22日(2018.11.22)

【公開番号】特開2017-112318(P2017-112318A)
【公開日】平成29年6月22日(2017.6.22)
【年通号数】公開・登録公報2017-023
【出願番号】特願2015-247602(P2015-247602)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｋ   3/34     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/60     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｋ    3/34     ５０２Ｄ
   Ｈ０５Ｋ    3/34     ５０５Ａ
   Ｈ０１Ｌ   21/92     ６０４Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   21/92     ６０２Ｅ
   Ｈ０１Ｌ   23/12     　　　Ｆ

【手続補正書】
【提出日】平成30年10月11日(2018.10.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配線層と、
　前記配線層の上面の一部を露出する開口部を有する保護絶縁層と、
　前記開口部内に露出する前記配線層上に設けられた金属層と、
　前記金属層上に設けられた合金層と、
　前記合金層上に設けられた接続端子と、
を有し、
　前記接続端子は、前記開口部内に形成された基部と、前記基部の上に形成され前記保護
絶縁層の上面から突出する接続部とを有し、
　前記基部の側面と前記開口部の壁面との間に隙間が形成されていること
を特徴とする端子構造。
【請求項２】
　前記金属層と前記基部との間に前記合金層が形成され、前記基部の側面には前記合金層
が形成されていないことを特徴とする請求項１に記載の端子構造。
【請求項３】
　前記配線層の上面に凹部が形成され、
　前記金属層は、前記凹部により形成される前記保護絶縁層と前記配線層との間の隙間を
埋めるように形成されたことを特徴とする請求項１又は２に記載の端子構造。
【請求項４】
　前記接続端子は錫を含み、前記配線層は銅または銅合金からなり、前記合金層は、錫－
銅合金であることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の端子構造。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載の端子構造を有する配線基板。
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【請求項６】
　配線層の上面の一部を露出する開口部を有する保護絶縁層を形成する工程と、
　前記開口部から露出する前記配線層の上面と前記保護絶縁層の表面とにシード層を形成
する工程と、
　前記シード層の上に、前記開口部上を露出するめっきマスクを形成する工程と、
　前記シード層を給電電極とする電解めっき法により、前記めっきマスクから露出する前
記シード層上に電解めっき層を形成する工程と、
　前記めっきマスクを除去する工程と、
　エッチングにより、前記電解めっき層から露出する前記シード層と、前記保護絶縁層と
前記電解めっき層の間の前記シード層とを除去する工程と、
　前記電解めっき層をリフロー処理する工程と、
を有する端子構造の製造方法。
【請求項７】
　前記シード層を形成する工程は、
　前記開口部内に露出する配線層上に金属層を形成する工程と、
　金属層上と前記保護絶縁層の表面とに前記シード層を形成する工程と、
を含む、請求項６に記載の端子構造の製造方法。
【請求項８】
　前記めっきマスクは、前記開口部の上の前記シード層と、前記開口部の周囲の前記シー
ド層を露出し、
　前記電解めっき層は、前記開口部の上の前記シード層と、前記開口部の周囲の前記シー
ド層との上に形成されることを特徴とする請求項６又は７に記載の端子構造の製造方法。
【請求項９】
　前記エッチングにより、前記保護絶縁層の開口部の表面と前記電解めっき層との間の前
記シード層を除去することを特徴とする請求項６～８のいずれか一項に記載の端子構造の
製造方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明の一観点によれば、配線層と、前記配線層の上面の一部を露出する開口部を有す
る保護絶縁層と、前記開口部内に露出する前記配線層上に設けられた金属層と、前記金属
層上に設けられた合金層と、前記合金層上に設けられた接続端子と、を有し、前記接続端
子は、前記開口部内に形成された基部と、前記基部の上に形成され前記保護絶縁層の上面
から突出する接続部とを有し、前記基部の側面と前記開口部の壁面との間に隙間が形成さ
れている。
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